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Obudowa do mikroelektronicznych uktadéw scalonych
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Przedmiotem wynalazku jest obudowa do mikro-
elektronicznych ukladéw scalonych, przeznaczonych
do stosowania w zespolach zloZonych z wiekszej
liczby ukladéw, umozliwiajgca latwe i pewne wy-
konywanie pola,czen elektrycznych miedzy ukla-
dami.

Rozwéj techniki obwod6éw scalonych narzuca kon-
strukcjom ukladéw scalonych pewne szczegélne wy-
magania, dotyczace mozliwo$ci prostego montazu
i gwarantujgcego niezawodne dziatanie w- wiek-
szych zespolach na ptytach montazowych, przy réow-
noczesnym zabezpieczeniu ukladu scalonego przed
uszkodzeniami i szkodliwym dzialaniem warun-
k6w zewnetrznych. W celu spelnienia tych postu-
latéw zamyka sie produkowane uklady scalone
w szczelne obudowy, z ktérych wychodzg na ze-
wnatrz wyprowadzenia, stuzace do elektrycznego
Iaczenia ukladu scalonego z pozostalymi elemen-
tami 'zespolu. Ponadto w wigkszo$ci rozwigzan
przewody te sluza réwniez jako elementy mocu-
jace uklad scalony do plyty montazowej.

Sposréd znanych dotychczas konstrukeji obudéw
dla uktadéw scallonych wyréznié wypada trzy za-
sadnicze grupy, a mianowicie: obudowy okrggle
typu, tranzystorowego, obudowy plaskie z piono-
wymi wyprowadzeniami w dwu rzedach oraz obu-
dowy plaskie z wyprowadzeniami osiowymi.

Uklad scalony zamkniety w adaptowanej do te-
go celu obudowie tranzystorowej, ma kilka lub
kilkanascie wyprowadzen w formie drutéw, prze-

chodzaycych przez szklana lub ceramiczng podstaw-
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ke, na -ktérej przymocowana jest plytka pélprze-
wodnikowa z ukladem scalonym. Wyprowadzenia
stuzg zaréwno do wykonywania polaczen -elek-
tryeznych ukladéw w wieksze zespoly, jak i do
zamocowania ich na plycie montazowej.

Obudowa plaska z pionowymi wyprowadzenia-
mi w dwu rzedach stanowi zamkniete ceramiczne
pudeltko. Wewnatrz niego na ceramicznej plytce
zamocowany jest uklad scalony. Elementy ukladu
polaczone s przewodami przez S$cianki pudetka
specjalnymi przepustami na zewngtrz. Wyprowa-
dzenia takie usytuowane sg prostopadle do pod-
stawy obudowy i wykonane w formie metalowych
tadm zwezonych na konou. '

Obudowa plaska z wyprowadzeniami osiowymi
jest podobna do obudowy z wyprowadzeniami pio-
nowymi, jest jednak nieco mniejsza, za§ wypro-
wadzenia usytuowane sg réwnolegle do podstawy
i wychodza przez Scianki obudowy do$§é znacznie
poza jej gabaryt.

Poza opisanymi, najbardziej znanymi rozwigza-
niami, istnieje jeszcze szereg obudéw ukladéw sca-
lonych, ktérych istota sproWadza ‘sie do pudetka
lub puszki z zamknietym weWwnatrz ukladem sca-
lonym i przewodami na zewnatrz w formie tasm
lub drutéw, ktére znacznie wystaja poza gabaryty
zewnetrzne obudowy i z reguly sluza réwnocze$-
nie jako wsporniki, na ktérych opiera si¢ uklad’
zamocowany na plycie montazowej wigkszego ze-
spolu. )
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‘Opisane rozwigzania obudéw ukladéw scalonych
maja szereg wad, ktére ogélnie mozna scharak-
teryzowaé nastepujaco. Rozmiary obudéw wielo-
krotnie przekraczaja rozmiary zamknietego w niej
ukladu scalonego, a obudowa z wystajgcymi z niej
wyprowadzeniami zajmuje duzo miejsca na plycie
montazowej. Zamknigcie ukladu scalonego w obu-
dowie jest operacjg do$§é zlozong ze wzgledu na
konieczno$é wykonania przepustéw na wyprowa-
dzenia oraz hermetyzacje wyprowadzenn w tych
przepustach ktére to operacje sa do$é. kosztowne.

ﬁamocowame ukladu scalonego zamknietego w
obudowie tranzystorowej lub w plaskiej obudowie
tranzystorowej lub w praskiej obudowie z piono-
wymi wyprowadzeniami w dwu rzedach na plycie
montazowej, wymaga wiercenia otworéw na kazdy
przew6d wychodzacy z obudowy, co réwniez jest
bardzo pracochtonne. Przewody wystajagce na ze-
wnatrz obudowy do§é latwo ulegaja uszkodzeniom
w trakcie montazu, a ponadto forma zewnetrzna
takich obudéw utrudnia stosowanie przy montazu
wysoko wydajnych urzadzen automatycznych.

Celem wynalazku jest opracowanie takiej kon-
strukcji obudowy ukladu scalonego, ktéra nie po-
siada wad znanych rozwigzan i pozwoli na obnize-
nie pracochlonno$ci jej wykonania, obniZzy koszt
zamknigecia ukladu w obudowie, zapewni utrzy-
manie matych wymiaréw zewnetrznych uktadu z
obudowg, umozliwi latwy montaz poszczegélnych
ukladéw w wigksze zespoly z zastosowaniem do-
wolnej techniki 1gczenia wyprowadzeni z plyta mon-
tazowa oraz takze odprowadzenie ciepla wydzie-
lanego w czasie pracy ukladu.

Zadanie to zostalo rozwigzane wedlug wynalaz-
ku dzieki temu, ze plytka pélprzewodnikowa za-
wierajgca uklad scalony jest zamocowana na od-
znaczajgcej sie¢ dobrg przewodno$cig cieplng plyt-
ce ceramicznej, na ktérej naniesione sg w formie
nadruku $ciezki przewodzace w taki sposéb, ze
przechodza one z powierzchni gérnej, na ktérej
znajduje sie plytka poéiprzewodnikowa, poprzez po-
wierzchnie boczne na powierzchnie dolng, a ele-
menty ukladu scalonego, wykonywanego w plytce
polprzewodnikowej sg polgczone z odcinkami $cie-
zek, polozonymi na gérnej powierzchni plytki cera-
micznej, pfzy czym odcinki $ciezek przewodzacych,
polozone na dolnej powierzchni plytki oraz na jej
§ciankach bocznych, stanowig wyprowadzenia ze-
wnetrzne ukladu scalonego przeznaczone do lgcze-
nia poszczegélnych ukladéw w wigksze zespoly na
wspélnej plycie montazowej, a niezaleznie od tego,
poza wyprowadzeniami na dolnej powierzchni plyt-
ki ceramicznej wykonane s3 metalizowane pola
stykowe, ktére sluza do odprowadzania ciepla z
ukladu scalonego, po polgczeniu go z nadrukiem
na plycie montazowej, kt6éry skutecznie odprowa-
dza cieplo.

Konstrukqa obudowy ukladu scalonego, stano-
wigca przedmiot niniejszego wynalazku ma szereg
istotnych zalet, ktére w znacznym stopniu elimi-
nuja wady znanych rozwigzan. Konstrukcja wedtug
wynalazku odznacza si¢ przede wszystkim duza
prostotg i ulatwia stosowanie nowoczesnych metod
masowego wytwarzania o wysokim stopmiu auto-
matyzacji. Dzieki zlikwidowaniu wyprowadzen
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d'rutowych'lub tasmowych, zmniejszeniu ulegly wy-
miary gabarytowe uktadu scalonego oraz powierzch-
nia, jaka zajmuje uklad na plycie montazowej.
Poza tym znacznie obniza sie pracochlonno$é mon-
towania ukladu scalonego na plycie montazowej,
gdyz wyehmmowane zostalo wiercenie otworéw pod
wyprowadzenia. Mozliwo§é dolgczenia do powierz-
chni przewodow odprowadzajacych cieplo, zapew-
nia skuteczne chlodzenie ukladu scalonego W cza-
sie pracy.

Wynalazek zostanie blizej wyjasniony na przy-
kladzie wykonania przedstawionym na rysunku, z
ktérym fig. 1 przedstawia w widoku przestrzen-
nym uklad scalony na podstawce z wyprowadze-
niami, fig. 2 przedstawia przekréj przez obudowe
z ukladem scalonym, a fig. 3 przedstawia widok
na dolng powierzchnie podstawki uktadu scalo-
nego.

Na fig. 1 przedstawiona jest podstawka ukladu

. scalonego.’ Na podstawce 1, wykonanej jako plytka

ceramiczna z nadrukiem, zamocowana jest plytka
poélprzewodnikowa ukladu scalonego 2. Na po-
wierzchni i bokach podstawki 1 znajduja sie na-
drukowane S$ciezki wyprowadzen 3, ktére z po-
wierzchni goérnej podstawki 1 przechodzg na po-
wierzchnie boczng, a nastepnie na powierzchnie
dolng. Elementy ukladu scalonego polgczone sg z

_ odpowiednimi S$ciezkami druku za pomocg druto-

wych lub tasiemkowych przewodéw metalowych.
Po wykonaniu polgczen ze Sciezkami druku ukiad
scalony zabezpiecza sie przez zamocowanie na gér-
nej powierzchni podstawki 1, pokrywy 4 (fig. 2)
lub przez nalozenie na uklad scalony i wyprowa-
dzenia, warstwy zalewy ochronnej z odpowiednie-
go tworzywa lub lakieru.

Na fig. 3 przedstawiona jest dolna powierzch-
nia podstawki 1, na ktérej znajduja sie Sciezki 3
i metalizowane pole 5, sluzace do 1gczenia prze-
wod6éw odprowadzajacych cieplo wydzielane w cza-
sie pracy ukladu scalonego.

Zastrzezenia patentowe

1. Obudowa do mikroelektronicznych ukladéw
scalonych skladajgca sie z ptytki podstawki z umie-
szczong na niej poétprzewodnikowg plytka obwo-
du scalonego zabezpieczonego przed dzialaniem wa-
runk6w zewnetrznych zmnamienna tym, Ze plytka
podstawki (1) ma naniesione w formie nadruku
$ciezki przewodzace (3), Kktére przechodza z po-
wierzchni gérnej przez powierzchnie boczng na
powierzchnie dolng podstawki (1) przy czym wy-
prowadzenia elektryczne ukladu scalonego (2) do-
laczone sa do $ciezeK' przewodzacych (3) na gérnej
powierzchni podstawki (1), a odcinki $ciezek znaj-
dujgce sie na powierzchniach bocznych i dolnej
podstawki (1) sluza do lgczenia’ ukladu scalonego
na plycie montazowej.

2. Obudowa wedlug zastrz. 1, znamienna <4ym,
ze na dolnej powierzchni ptytki podstawki (1) znaj-
duje si¢ pole metalizowane (5), ktére stuzy do Ia-
czenia przewodéw odprowadzajacych cieplo wy-
dzielane w ukladzie scalonym.

3. Obudowa wedlug zastrz. 1 i 2, znamienna tym,
ze po}crywe (4) ukladu scalonego stanowi masa
zalewowa z,tworzywa lub lakieru.
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